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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用重新起草法参考IECTR62380:2004《可靠性数据手册 电子元器件、电路板及设备可

靠性预计通用模型》编制,与IECTR62380:2004的一致性程度为非等效。
本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本标准由全国电工电子产品可靠性与维修性标准化技术委员会(SAC/TC24)归口。
本标准起草单位:工业和信息化部电子第五研究所。
本标准主要起草人:于迪、周军连、莫郁薇、潘勇、聂国健、任艳、杨云、翟芳。
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引  言

  随着我国民用工业领域对电子设备(产品)可靠性重视程度的日渐加强,作为可靠性设计的重要环

节之一,可靠性预计的开展已较为普及,但相关标准的缺失使得企业在开展国产电子元器件失效率计算

时缺少技术指导,国外可靠性预计手册又很难准确反映国产电子元器件的可靠性水平。因此,有必要结

合我国民用电子设备实情开展可靠性预计国家标准的编制工作。
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电子设备可靠性预计模型及数据手册

1 范围

本标准规定了常见元器件类型的预计模型、影响因子表征及相关数据,为其可靠性指标计算提供参

考依据,从而辅助设备可靠性优化工作的开展。
本标准适用于国产电子元器件。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2900.13—2008 电工术语 可信性与服务质量

GB/T4798(所有部分) 电工电子产品应用环境条件

3 术语和定义、符号

3.1 术语和定义

GB/T2900.13—2008界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1
基本失效率 referencefailurerate
在给定基准条件下的失效率。

3.1.2
基准条件 referencecondition
经选择,与大多数应用及设备中元器件的使用相符的应力条件。

  注:包括温度、电应力、机械应力等。

3.1.3
失效模式 failuremode
失效发生的方式。

3.1.4
任务剖面 missionprofile
产品在完成规定任务这段时间内所经历的事件和环境的时序描述。

3.1.5 
通用失效率 genericfailurerate
元器件在通用工作环境和常用工作应力下的失效率。

  注:在元器件计数可靠性预计时使用该失效率。

3.1.6 
元器件 component
设备的组成部分,在不丧失其特定功能的前提下不能再进行物理细分的最小单元。
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